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(57) Abstract: The invention relates to a method for connecting substrates comprising electric, semiconductive, mechanical and/or
optical components, in addition to a composite element. The method should be substantially material-independent with regard to the
substrates to be connected and in addition be suitable for delicate substrates in particular, whilst at the same time exhibiting a high
chemical and physical stability and/or creating a hermetic cavity. According to the invention, a raised frame, in particular consisting
of an anodically bondable glass is deposited by vaporisation on one of the two substrates, in order to act as a connecting element.

] (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verbinden von Substraten mit elektrischen, halbleitenden, me-
chanischen und/oder optischen Bauelementen sowie ein Verbundelement. Das Verfahren soll hinsichtlich der zu verbindenden Subst-
rate im Wesentlichen materialunabhéngig und insbesondere auch fiir empfindliche Substrate geeignet sein, dabei eine hohe chemische
und physikalische Stabilitdt aufweisen und/oder eine hermetische Kavitét erzeugen. Erfindungsgemaiss wird ein erhabener Rahmen,
insbesondere aus anodisch bondbarem Glas auf eines der beiden Substrate aufgedampft, um als Verbindungselement zu dienen.
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